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Summary of Topics Covered
•CHIPS Act – Department of Commerce
•EU CHIPS Act
•DoD Microelectronics Commons
•OSD/Crane SHIP, STEAM PIPE, STAMP
•DARPA ERI 2.0

• NGMM
• MiniTherm3D

• IBAS Cornerstone RESHAPE
•NDIA 3DHI Working Group
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CHIPS for America Research and Development Program
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IEEE USA in 2021‐2022 let the way to inform Congress on the importance of the CHIPS Act
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TSMC Building Advanced Node Fabs in Arizona
• NYTIMES: 22 February 2023

• “Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, the world’s biggest maker of 
advanced computer chips, is upgrading and expanding a new factory in Arizona that 
promises to help move the United States toward a more self‐reliant technological 
future.”

• “But to some at the company, the $40 billion project is something else: a bad business 
decision.”

• “Caught in a deepening battle between the United States and China over 
technological leadership, TSMC has tried to hedge its bets — only to find that its 
actions are creating new kinds of tensions”

• The political capital and goodwill arrived at building this FAB beachhead in 
the United States in addition to the CAPEX and tax incentives arrived at from 
the CHIPs Act, passed at 2022, are well worth the additional pressure on 
TSMC.
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https://www.nytimes.com/2023/02/22/technology/tsmc‐arizona‐factory‐tensions.html

EU CHIPS Act

https://commission.europa.eu/strategy‐and‐policy/priorities‐2019‐2024/europe‐
fit‐digital‐age/european‐chips‐act_en
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Europe’s Strength is in Automotive and A/D Electronics
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J. De Boeck, “EU Chips Act drives pan‐European full‐stack innovation partnerships,” imec, ISSCC 2023 Plenary
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European Chips Act focuses on five specific areas
• Research and Development: Calls for further allocations of funds for research and development (R&D) to keep up with global competitors.

• Further invest €3.3 billion in two current programs: €1.65 billion to the “Horizon Europe” program and €1.65 billion to the “Digital 
Europe” program.

• The "Horizon Europe'' program focuses on pre‐competitive research, development, and innovation in the area of semiconductors

• “The Digital Europe” program looks to make digital domains and technology widely available for all businesses and the general public 
to maximize performance in key industries.

• “From the lab to the fab”: Effective translation research into industrial innovation and market‐feasible products. Europe must bridge the 
gap between excellence in laboratory research and onshore manufacturing to sustain leadership in semiconductors and other advanced 
technologies.

• Industry Production: Europe is looking to host “first of its kind” facilities through the creation of Integrated Production Facilities, which are 
factories that design and produce semiconductor components that serve the European market and through Open EU Foundries for chip
design, which are facilities that design and produce components for other industrial actors such as medical devices and computer
programming. 

• Local Support: Support the workforce development ‐ local skill base and the network of smaller, innovative companies and start‐ups as a 
part of their strategy to grow their semiconductor and high technology ecosystems. The “EU Chips Fund” which will contribute €2 billion to 
create a more competitive market for semiconductor start‐ups to participate in and address skill shortages. Additionally, the Commission 
wants to help in the retention of employees that have the skills that these start‐ups need to be successful and to find industrial partners for 
these start‐ups to collaborate with.

• Overhaul the European Supply Chain: EU Commission wants to encourage Member States and industry stakeholders to coordinate efforts 
towards an improved European supply chain for semiconductors.. To enable a rapid response to the current shortages, the Commission has 
created a list of recommendations to the Member States. Along with streamlining policies of member states, Europe is also looking to build 
partnerships with the United States and other nations to create a more resilient global semiconductor network.
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https://www.csis.org/blogs/perspectives‐innovation/european‐chips‐act‐strategy‐expand‐semiconductor‐production

EU CHIPS Act Proposals
• Ministers of European Parament (MEPs) has voted to back the Chips Joint 
Undertaking proposal, implementing most of the measures put forward under a 
"Chips for Europe" initiative, as part of the wider Horizon Europe program, the 
stated aims of which are to support large‐scale capacity building through 
investment in EU‐wide research and development infrastructure.

• This will initially pool together about €11 billion ($11.78 billion) drawn from EU 
central funding, EU countries, and the private sector. The Chips Act aims to 
eventually unlock €43 billion (£46 billion) in funding for the European 
semiconductor sector.

• Rapporteur for the Chips Act, MEP Dan Nica said in a statement: "The EU Chips 
Act should establish Europe as a key player in the global semiconductors arena. 
Not only does the budget need to be commensurate with the challenges and 
funded through fresh money, but the EU should lead in research and innovation, 
have a business‐friendly environment, a fast permitting process and invest in a 
skilled work force for the semiconductor sector."
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https://www.theregister.com/2023/02/16/eu_chips_act_bills/
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EU is Strong in Advanced Lithography
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EU: Leader in FD‐SOI
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Intel Investments in EU Semiconductor Centers
• Pat Gelsinger, CEO of Intel:

“Our planned investments are a major step both for Intel and for Europe. The 
EU Chips Act will empower private companies and governments to work 
together to drastically advance Europe’s position in the semiconductor sector. 
This broad initiative will boost Europe’s R&D innovation and bring leading‐edge 
manufacturing to the region for the benefit of our customers and partners 
around the world. We are committed to playing an essential role in shaping 
Europe’s digital future for decades to come.”

• Intel announces building new fabs in the EU ($88B investments)
• Magdeburg (Eastern Germany) as the site for its new €17B mega chip 
manufacturing complex – “Silicon Junction”

• Other countries including Italy also courting Intel for a new factory

• Intel wants €10B in EU subsidies

17

https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/eu‐news‐2022‐release.html

Other Fabs in EU
• GlobalFoundries – Dresden, Germany, 
850,000 wafers/year

• Infineon has the green light for €5B 
Dresden chip fab, secured €1B in 
subsidies; total site cost: €20B 

18



2023 Heterogeneous Integration Symposium 
IEEE Santa Clara Valley Electronics Packaging Chapter

February 24, 2023

www.ieee.org/scveps 10

Imec: 3D Stacked ICs
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DoD Microelectronics Commons

https://nstxl.org/opportunity/microelectronics‐me‐commons/
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Comparison between DOC and DOC Programs
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OSD/Crane State‐of‐the‐Art 
Heterogeneous Integration Packaging 

(SHIP), STEAM PIPE and STAMP

State‐of‐the‐Art Heterogenous Integrated Packaging (SHIP) 
Program

26
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OSD SHIP Program (Dr. Darren Crum)
• SHIP Program Manager: Dr. Darren Crum

• Develop an economically viable, SOTA heterogeneous integration and packaging capability for DoD system performance 
enhancement and assurance/security applications, which currently do not exist.

• Provide sustainable, quantifiably assured SOTA advanced packaging access to the DoD and defense industrial base (DIB).

• The SHIP program specifically addresses both digital and RF packaging technologies through the program 
leads Intel and Qorvo, respectively.

• The key focus of the SHIP digital program includes:
• Multichip packaging products utilizing Intel’s commercial packaging, assembly, and test
• Create a catalog of available designs, die, chiplets, package types etc.
• Reuse and standardization
• Creation of demonstrators that use the SOTA technology
• Adoption and use in military systems (transition the technology into actual products)

The key focus of the SHIP Rf program led by Qorvo includes:
• Design, packaging, and assembly as an onshore service
• Reshoring mature manufacturing, assembly, and test such as the high‐volume flip‐chip capability
• Enable access to advanced Rf packages by providing a full suite of design tools, advanced packaging platforms, and a wide 

selection of materials choices
• Allow DoD and DIB access to this commercial design flow through PDKs and ADK to design custom devices

Intel – SHIP Digital (John Sotir)

28

https://www.3dincites.com/2022/06/iftle‐524‐imaps‐examines‐the‐dept‐of‐defense‐ship‐program/
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Qorvo – SHIP RF (Ted Jones)
• The Qorvo ATC will be a US‐based assembly and test factory offering access to SOTA manufacturing 
technologies at commercially competitive pricing. It will be based on Qorvo‐proven commercial SOTA 
packaging technologies running at high volume manufacturing (HVM) rates offshore.
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https://www.3dincites.com/2022/06/iftle‐524‐imaps‐examines‐the‐dept‐of‐defense‐ship‐program/

Stimulating Transition for Advanced Microelectronics Packaging (STAMP)

• Leveraging alignment to existing DoD Programs to transition the MCP 
technology to a program of record system. Advantages for military 
system developers and integrators include:

• Access to processing devices specifically designed in collaboration 
with DoD to meet DoD computing needs

• Access to next‐generation at‐the‐edge sensor computing designed in 
collaboration DoD

• SOTA technologies will provide your systems with cutting‐edge 
technology improvements – dramatically accelerating your 
technology roadmap of processing/computing devices with 
significantly reduced SWAP and increased performance

30

https://nstxl.org/opportunity/stimulating‐transition‐for‐advanced‐microelectronics‐packaging‐stamp/
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Stimulating Transition for Advanced Microelectronics Packaging (STAMP)

31

https://nstxl.org/opportunity/stimulating‐transition‐for‐advanced‐microelectronics‐packaging‐stamp/
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https://nstxl.org/opportunity/strategic‐transition‐of‐microelectronics‐to‐accelerate‐modernization‐by‐prototyping‐and‐innovating‐in‐the‐packaging‐
ecosystem‐steampipe/

https://www.3dincites.com/2023/02/iftle‐548‐tsmcs‐off‐shore‐production‐steam‐pipe/

https://www.3dincites.com/2023/02/iftle‐548‐tsmcs‐off‐shore‐production‐steam‐pipe/
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STAMP Objectives: Bridging the Technology Valley of Death
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https://nstxl.org/opportunity/stimulating‐transition‐for‐advanced‐microelectronics‐packaging‐stamp/
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https://nstxl.org/opportunity/strategic‐transition‐of‐microelectronics‐to‐accelerate‐modernization‐by‐prototyping‐and‐innovating‐in‐the‐packaging‐ecosystem‐steampipe/
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https://www.darpa.mil/work‐with‐us/opportunities
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https://www.darpa.mil/work‐with‐us/opportunities
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https://www.darpa.mil/work‐with‐us/opportunities
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https://www.darpa.mil/work‐with‐us/opportunities
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https://www.darpa.mil/work‐with‐us/opportunities
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MiniTherms3D Technical Challenges

https://www.darpa.mil/work‐with‐us/opportunities

Industrial Base Analysis and Sustainment Program (IBAS) RESHAPE is 
Onshoring Advanced Microelectronic Packaging

• Cornerstone OTA: CIR for Advanced Packaging known as RESHAPE (Reshore
Ecosystem for Secure Heterogeneous Advanced Packaging Electronics)

• Foreign participation, access, transfers, and permit participation for this CIR 
are restricted and will be approved on a case‐by‐case basis, and only when 
in the best interest of the U.S. Government.

• Areas of Interest:
• State‐of‐the‐art (SOTA) wafer preparation techniques
• copper‐based silicon and III/V interposers
• fan‐out wafer‐level packaging (FO‐WLP)
• silicon bridges
• high‐density build‐up (HDBU) substrates
• high‐density interconnects (HDI)
• assembly design kits (ADKs) for SOTA computer‐aided design (CAD) tools

42

https://www.3dincites.com/2023/02/iftle‐547‐ibas‐reshape‐is‐onshoring‐advanced‐microelectronic‐packaging/?cn‐
reloaded=1
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Likely Semiconductor Hubs
• Arizona – Silicon Desert (Intel, NXP, TSMC, ASU, ACA)

• California – Silicon Valley (Intel, Nvidia, Skyworks, Maim, AMD, Stanford, 
Berkeley)

• Idaho ‐ Silicon Spuds (Micron)

• Indiana and Ohio – Silicon Heartland (SkyWater, Intel, OSU, Purdue, 
Midwest Regional Hub)

• Minnesota – Silicon Prairie (Skywater)

• NY – Albany Corridor ( GF, IBM, AIM)

• Oregon – Silicon Forest (Intel)

• Texas – Silicon Hills (MXP, TI, Samsung)

• Mid‐Atlantic – (VA, PA, MD)

43

https://www.semi.org/en/blogs/semi/technology‐and‐trends/10‐likely‐locations‐for‐chips‐act‐
innovation‐hubs

NDIA 3DHI Working Group
• Organized by NDIA Electronics Division, held 8 Feb 2023 at ASU

• Speakers: Darren Crum (Navy), Matt Walsh, (NSWC), Carl McKants
(DARPA), SungKyu Lim (DARPA)

• Scope: Develop a Working Group to address 3DHI challenges

• Host: Professor Hongbin Yu, Arizona State University 

• Themes:
• Re‐shoring of Microelectronics and Advanced Packaging Technologies and 
Capabilities

• State‐of‐the‐Art

• Open Standards

• Cornerstone RESHAPE

44

https://www.ndia.org/divisions/electronics/upcoming‐events
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Next Steps
• Monitor on‐going and new programs

• CHIPS Act appropriations and NIST White Paper
• National Advanced Packaging Manufacturing Program
• DoD / OSD
• DARPA
• EU CHIPS Act

• Expand coverage for other activities
• Bring HIR members into discussion for their perspectives
• MAPT Roadmap

• https://www.src.org/about/nist‐mapt‐roadmap/
• UCLA/SEMI Roadmap

• https://samueli.ucla.edu/ucla‐chips‐and‐semi‐win‐300k‐in‐nist‐funding‐to‐create‐
heterogeneous‐integration‐roadmap/

• EU CHIPS Act
• https://commission.europa.eu/strategy‐and‐policy/priorities‐2019‐2024/europe‐fit‐digital‐
age/european‐chips‐act_en

45

Thank You!

https://eps.ieee.org/technology/heterogeneous‐integration‐roadmap.html


